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摘要(译)

一种超声波探头包括换能器、基板、第一柔性布线基板、第二柔性布线
基板和虚设材料，所述基板包括电子部件以及形成在前表面和后表面上
的电极，该第一柔性布线基板以这样的方式连接：第一端部连接到换能
器并且第二端部连接到位于该基板的前表面一侧的电极，该第二柔性布
线基板以这样的方式连接：第一端部连接到换能器并且第二端部连接到
位于该基板的后表面一侧的电极，并且虚设材料具有与该第一柔性布线
基板的刚性和厚度相同的刚性和厚度，虚设材料被布置在对应于第二柔
性布线基板的第二端部、与所述基板的前表面一侧的电极相邻的部位
处。
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